
CMOS テクノロジーによる 
超高速EBSD検出器 

 デジタルハイスピードカメラメーカー Vision Research社の高速読み出し技術に裏付けされた
CMOSセンサーを採用した超高速EBSD検出器です。 低ノイズ高速動作のCMOSセンサーと最適
化された高感度・高精度光学系との組合せにより4,500点/秒以上の測定速度を実現し、これまでに
ないEBSD測定のパフォーマンスを実現しました。 CMOSセンサーでは、120x120ピクセルの解像
度を犠牲にすることなく4,500点/秒の高速測定を実現しています。定評のある3バンド法との組合せ
により高速測定でも十分な結晶方位の測定精度を確保しています。検出器の高速性は、PRIAS法

による反射電子像の取り込みにも大きなメリットとなり、反射電子像の実用性を高めます。また、コ
ンパクトな設計により従来の検出器と同様に取り扱うことが可能です注1。 
  EDAX社のSDD検出器との組合せにより、3,000点/秒に
至るEBSD/EDSの同時検出を実現しています。この測定
データでChiScan も従来通りに実行可能です。 

注1)  Velocity 検出器の使用には、PCおよび測定ソフトウェアの更新が必要となります。 

試料: インコネル600 (Ni基合金) 

Acc.V: 20kV, 解像度120x120 ピクセル 

測定速度 3,000点/秒 で得たEBSDパターン例 

Velocity 検出器による測定例 

 試料: インコネル600 

    ( FCC単相) 
 

Acc.V: 20kV 

Probe Curr.:  ~100nA 
 

Scan Speed: 3,000点/秒 

Scan Area:102 x 80mm 

Step Size:   0.1mm 

Total Point: 946,688 

インコネルの試料では、3,000点/秒の測定速度でも99%以上の指数付けが実現できています。細部に至る
まで明瞭に測定できていることが判ります。 
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仕様:  安定性重視の堅実的な設計 

 検出器-カメラ:  Vision Research社製  低ノイズ高速動作CMOSセンサー採用の検出器 
   CMOSセンサー画素数:  640 x 480  ( 120x120 のイメージはカメラ内Binning 処理 ) 
 光学系システム: 独自設計の高感度・低収差・単焦点レンズシステムを採用 

 測定速度:   > 4,500点/秒 ( 画素数 120x120 の時 ) 

 スライド部:  モータードライブによる精密制御 

 真空シール:  メタルベローズを使用 

 反射電子検出器:   PRIAS法反射電子像表示機能標準装備 
 EDS-EBSD同時検出:   > 3,000点/秒での高速同時取込み可、 ChiScanによる高精度のPhase Mapを実現 

 測定ソフトウェア: TEAM および APEX 

Ti-6Al-4V チタン合金の測定例 

a 相 (HCP) 

b 相 (BCC) 

Velocity検出器では、高速測定でも120x120 ピクセルの解像度を維持しているため、パターンの誤認識がほとんど無く、明確な相分離が
可能となっています。この例では立方晶以外でも、2,000点/秒の測定速度で、95%以上の指数付けが実現できています。粒界部の微小な
β 相も明確に分離しており、細部に至るまで正確に測定できていることが判ります。 

試料: Ti-6Al-4V 

    ( HCP/BCC 2相) 
 

Acc.V: 20kV 

Probe Curr.:  ~100nA 
 

Scan Speed: 2,000点/秒 

Scan Area: 51 x 40mm 

Step Size:   50nm 

Total Point: 949,688 

 

Fe/Ni 合金のCu クラッド材の同時検出/ChiScan の例 

IPF map(ND) Phase map 

a) b) c) d) 

a) IPF map(ND)  

b) EBSDによるPhase map  ( ■ Fe/Ni合金: FCC, ■ Cu: FCC ) 

c) EDS Color Blended map ( ■ Fe, ■ Cu, ■ Ni ) 

d) ChiScan によるPhase map ( ■ Fe/Ni合金相, ■ Cu相 ) 

 

EDS/SDD検出器との組合せにより、3,000点/秒の高速測定時の
同時検出実施例。通常のEBSD法では、同じ立方晶のFe/Ni合金
とCuの識別はできませんが、EDSを使用した相分離は問題無く可
能です。この両者を組合せることにより相分離とそれに基づいた結
晶方位計算が容易に可能となります。高カウントレートを可能にし
たEDS/SDD検出器とVelocity検出器との組合せによりChiScan

を用いた相解析でも大きな力を発揮します。 

測定条件=  Acc.V: 20kV,  Probe Curr.:  100nA 
 

 Scan Speed: 3,000点/秒,  

 ScanArea: 85 x 67mm,  Step Size:   80nm 

 Total Point: 1,027,040 

 


